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Kilka informacji na temat technologii BGA

BGA (ang. Ball Grid Array) obudowa z wyprowadzeniami sferycznymi w siatce
rastrowej - typ obudowy uktadow scalonych stosowanych w technologii montazu
powierzchniowego (SMT). W obudowach tego typu wyprowadzenia w postaci
kulek ze stopu lutowniczego znajduja sie na catej (badz znacznej czesci)
powierzchni spodniej strony uktadu.

Najczestsze btedy powstajace podczas montazu komponentu BGA:
» Zwarcia pomiedzy punktami lutowniczymi

» Brak kulki lutowia (Missing ball)

Ubytki (Voiding)

Zimny lut
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Niewystarczajacy rozptyw




Krok 1 - odlutowanie uktadu BGA z ptytki PCB

Odlutowywanie uktadu BGA wykonuje sie
Za pomoca hagrzewania elementu na
ptytce PCB za pomoca stacji do lutowania
cieptym powietrzem (Hot-Air).

Sredni czas nagrzewania do petnego
odlutowania wynosi okoto 15 - 20 minut.

Temperatura stacji lutowniczej Hot-Air
nie powinna przekraczac 400°C.

Intensywnos¢ nadmuchu nie powinna
przekraczac¢ poziomu 50.



Krok 2 - usuwanie resztek kulek z uktadu BGA
oraz ptytki PCB
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Operacje usuwania resztek cyny
rozpoczynamy od natozenia topnika na
uktad BGA.

Wstepne czyszczenie uktadu BGA
rozpoczynamy od usuniecia wiekszych
czesci cyny za pomocg lutownicy
kolbowej z grotem do lutowania mini-
fali w celu oszczednosci plecionki.

Resztki cyny, ktore pozostaty na uktadzie
usuwamy za pomocga plecionki tak jak
zostato to zaprezentowane na obrazku.

Temperatura lutownicy kolbowej nie
powinna przekraczac 370°C

Czyszczenie ptytki PCB po odlutowanym
uktadzie odbywa sie analogicznie.



Krok 3 - czyszczenie uktadu BGA oraz ptytki
PCB z pozostatosci topnika

» Uktad czyscimy specjalnym ptynem do
czyszczenia obwodow drukowanych.

> Na poczatku za pomoca recznika
papierowego Sciggamy wierzchnig
warstwe klejacego topnika.

» Nastepnie naktadamy niewielkga ilosc
ptynu do czyszczenia elektroniki na
powierzchnie uktadu.

» Za pomocg specjalnego pedzelka
dostepnego w zestawie rozprowadzamy
po catym uktadzie ptyn.

» Rozpuszczony topnik usuwamy za
pomocya recznika papierowego.

» Czynnosci powtarzamy do uzyskania
powierzchni jak na drugim obrazku.




Krok 4 - natozenie topnika na uktad BGA

» ZLa pomoca specjalnej topatki naktadamy

» Wazne jest, aby uktad byt pokryty w
» Trzeba jak najbardziej zminimalizowac

» Gdy uktad jest zle pokryty topnikiem,

topnik na uktad BGA.

kazdym miejscu jednolicie. Szczegolnie
trzeba zwrocic uwage na krawedzie.

pregi, ktore zostawia za soba topatka
przy naktadaniu topnika.

podczas lutowania kulki ulegaja
sklejeniu i trzeba ponawiac proces od
poczatku.



Krok 5 - reballing uktadu BGA

» Aby poprawnie przeprowadzic reballing,
trzeba zaczac od poprawnego ustawienia
sita, tak aby wszystkie pady lutownicze
uktadu byto widac przez otwory w sicie
oraz byty odpowiednio wycentrowane.

» Uktadanie kulek w otworach sita
otrzymuje sie poprzez wibracyjne ruchy
wykonane stolikiem do lutowania BGA.

» W sporadycznych miejscach, gdzie kulki
nie miaty okazji wejsc¢, wktada sie je za
pomocga pesety laboratoryjnej.

» Przy uktadaniu kulek trzeba wziac pod
uwage, Zze mocowanie sita jest
delikatnie ruchome i trzeba trzymac je
nieruchomo potaczone ze stolikiem.




Krok 6 - oddzielanie sita od uktadu oraz
naprawa ubytkow
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Aby oddzielic¢ sito od uktadu, trzeba
zdecydowanym ruchem pociggnac w dot
spod stolika, do ktorego przymocowany
jest uktad. Stolik posiada specjalne
uchwyty przeznaczone do tej operacji.

W 100% przypadkow kilka kulek zostanie
w sicie. Trzeba recznie za pomoca
pesety umiesci¢ kulki na pustych padach
lutowniczych.

Niektore kulki beda tez troche
przesuniete i takze za pomoca pesety

trzeba bedzie je ustawi¢ w odpowiednim
miejscu.



Krok 7 - wstepne nagrzewanie uktadu BGA

» Nagrzewanie uktadu stosuje sie w celu
wstepnego rozgrzania padow, jest to
kluczowy moment, poniewaz przy zbyt
chtodnej powierzchni uktadu kulki sg
zdmuchiwane przez stacje lutownicza.

> Wykonuje sie to przy temperaturze
500°C i nadmuchu na poziomie 1.

» Odlegtosc dyszy od uktadu nie powinna
byC mniejsza niz 10cm (mozliwosc
zdmuchniecia kulek).

» Sredni czas nagrzewania wynosi 10
minut.

» Gdy kulki sa juz rozgrzane, staja sie
matowe.




Krok 8 - lutowanie kulek do uktadu BGA

» W celu przylutowania kulek do
rozgrzanej juz wczesniej powierzchni
uktadu ustawiamy temperature na stacji
lutowniczej na max 350°C oraz nadmuch
na poziom 7.

Zblizamy dysze z cieptym powietrzem do
uktadu na odlegtosc kilku centymetrow i
bardzo powolnym ruchem przesuwamy
sie wzdtuz kulek. Obserwujac jak
wskakuja one na miejsca najblizszych

padow.




Krok 9 - przylutowanie uktadu BGA do ptytki PCB

Czas trwania lutowania wynosi srednio 10
minut.

Przylutowany uktad charakteryzuje sie
tym, ze patrzac pod mikroskopem, kulki sg
sptaszczone.

Naktadamy topnik za pomoca
topatki w miejsce uktadu BGA.

Ilos¢ topnika musi byC znacznie
wieksza niz podczas naktadania
go na uktad BGA.

Uktadamy uktad BGA na ptytce
PCB w taki sposob aby biate
linie ukazujace jego obwod na
ptytce byty widoczne z kazdej
strony w taki sam sposob.

Dociskamy uktad od ptytki.

Za pomoca rozgrzanego
powietrza o temperaturze
maksymalnie 400°C i
nadmuchu na poziomie 50
przylutowujemy uktad do ptytki
PCB.




Dziekuje za uwage!




